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銅電鍍系統:
(RDL,TSV)

 光澤劑
 抑制劑
 平整劑
 銅離子

錫銀電鍍系統:
(Micro Bump)

 加速劑
 甲磺酸
 銀錯合劑
 二價錫
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採用Fast Electrochemical Capturing Analysis(FECA)技術

可在5分鐘內分析3D封裝電鍍藥水所有添加劑與金屬
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Fast Electrochemical Capturing Analysis(FECA)

Nernst equation: O+n𝒆−↔R

Randles-Sevcik Equation:

Taiwan Patent NO.
 I862200
 I588482
 I589868
 I814233
 I589870


